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Einleitung

Das Prozessieren dinner Metallbander im Vakuum stellt viel- Vorreinigen, Vorbehandeln, Kihlen, Beschichten und Nach-
fach eine groBe Herausforderung hinsichtlich der Vermeidung behandeln von dinnen Metallbandern im Vakuum. Durch die
von plastischer Verformung wie Faltenwurf und Wélbung technische Ausstattung, den kontinuierlichen Erfahrungsauf-
dar. Schwachstellen sind hierbei oftmals das Uberschreiten bau und das umfangreiche technologische Knowhow kénnen
von kritischen Zuglasten, die Einhaltung der Obergrenze fir am Fraunhofer FEP auch anspruchsvollste Entwicklungsaufga-
die Bandtemperatur sowie die Bandlauffihrung. Das Fraun- ben geldst werden.

hofer FEP betreibt spezielles Equipment zum nasschemischen

Warmedammschichten (TBC) Batterietechnik Dekoratives Design

m Keramiken m Diinnschichtbatterie
m pordse Schichten ® Diinnschicht-Anoden
m Separator-Materialien
m Feststoff-Elektrolyte
m Carbon-Nanorohren (CNT)

m metallische Veredelung von Oberflachen
m einstellbar farbige Interferenzschichten
m transparente Oxidschichten

m Nitride, Carbide (TiN, TiC, Ti, Al,, N)

XT Uy

Bandmaterialien Halbleitertechnik

m dichte Schichtstrukturen m Kupfer / Aluminium

m | egierungsbildung durch m Stahl / Legierungen
Nachbehandlung m Titan, Nickellegierungen

m Schichten aus z. B. Al, Ti, CrNi, ZnMg, m Breite: < 280 mm
AlMg, TiN, ... m Dicke: = 10 ym

m PV-Absorberschichten
m Barriereschichten
m funktionale Schichten flr Bauelemente

Kratz- und VerschleiBBschutz Elektrotechnik Energietechnik

m transparente Hartstoffschichten m |solationsschichten
m Schichten aus z. B. TiN, TiAIN, CrN, m Kontaktschichten
Sio,, ALO,, .. m dlnne HF-Leiter (Ag, Cu, Au)
m t3-C (harte Kohlenstoff-Schichten)
m 3-C:H, a-C

Technische Moglichkeiten

= exakte Bandlauffihrung mit geringem Bandzug unterhalb der
Zugfestigkeitsgrenze
faltenfreies Wickeln bei hoher Prozessgeschwindigkeit
physikalische und chemische Dampfabscheidung (PVD, CVD, PE-CVD)
hohe Abscheideraten (> 100 nm/s)
groBflachige Beschichtung mit hoher Schichtdickenhomogenitat
(Beschichtungsbreite bis zu 280 mm)
= Kontrolle der Bandtemperatur durch geringe Warmelast

(< 1 W/cm?) und effiziente Kihlung (> 1000 W/m?K)
= exzellente Schichthaftung durch in-situ Plasma-Vorbehandlung

m Brennstoffzellen, Bipolarplatten
m solar selektive Schichten

m Elektrolytschichten

m hochreflektierende Solarspiegel

Bandparameter

= Bandbreiten: 100 — 280 mm

= Banddicken: 10 pm — 1,5 mm

= Bandmaterialien: Kupfer, Aluminium, Stahl,
Legierungen

= Wickelkerndurchmesser: 150 — 450 mm

® Bandgeschwindigkeit: 1 mm/s — 1 m/s *

= Bandzugkraft: 10 — 10 000 N

* in Abhangigkeit von der Banddicke



Warmestromdichte ermittelt aus

Unser Angebot
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Flexible technologische Ausriistung — Beispiel
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.. Unterschiedliche Vorbehandlung,
z. B. Heizen, Atzen, Aufbringen von Zwischenschichten

... Hochleistungs-Elektronenkanone

.. Verschiedene Verdampfertiegel fiir unterschiedliche Materialien
(Metalle, Legierungen oder Verbindungen)

... Plasmaaktivierter Bedampfungsprozess

.. Thermische Nachbehandlung, z. B. Elektronenstrahl-Heizen

- =00
- o

.. Rontgenfluoreszenz-Schichtdicken-Messsystem,
optische Schichtdickenmessung mit WeiBlicht-Spektrometer
.. Bandkantensteuerung
... Rollenschleuse zur Druckentkopplung
.. Quetschventil zum Bundwechsel
. Bandzugmessung
.. Gaskuhlwalze



Kontakt

Fraunhofer-Institut fiir

Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP
Winterbergstr. 28

01277 Dresden

Kontakt

Dr. Stefan Saager

Telefon +49 351 2586-316
stefan.saager@fep.fraunhofer.de

Dr. Bert Scheffel

Telefon +49 351 2586-243
bert.scheffel@fep.fraunhofer.de

www.fep.fraunhofer.de

Folgen Sie uns!
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